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Datentrager mit einem Modul mit einem Verstarkirngsstreifen 



Die Erfindung bezieht sich auf eine I^iterrahmen-Konfiguration, die 
5 stxeiferdonnig ausgebildet ist und die eine Rahmenbasis aufweist und die eine Vielzahl von 
mit der Rahmenbasis verbundenen und in der Streifenlangsrichtung nebeneinander 
liegenden Leiterrahmen aufweist, von denen jeder Leiterrahmen zum Aufiiehmen eines 
Chips vorgesehen ist, wobei jeder Leiterrahmen mindestens zwei Anschlussplatten 
aufweist und wobei fur die in der Streifenlangsrichtung nebeneinander liegenden 
10 Leiterrahmen ein in der Streifenlangsrichtung verlaufendes Verstarkungsband vorgesehen 
ist, das sowohl mit der Rahmenbasis als auch mit den Anschlussplatten jedes der in der 
Streifenlangsrichtung nebeneinander liegenden Leiterrahmen verbunden ist, und 2war mit 
Hilfe von einer Schicht aus Klebstoff. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf einen Modul der mit Hilfe von einer 
1 5 Leiterrahmen-Konfiguration hergestellt ist und der mindestens zwei Anschlussplatten 
aufweist, von denen jede mit einem Anschlusskontakt eines Chips verbunden ist, und der 
einen Verstarkungsstreifen aufweist, der mit den Anschlussplatten verbunden ist, und zwar 
mit Hilfe von einer Schicht aus Klebstoff. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf einen Datentrager mit einem Modul. 

20 

Eine solche Leiterrahmen-Konfiguration und ein solcher Modul und ein solcher 
Datentrager sind aus dem Patentdokument US 5 005 282 A bekannt Bei den bekannten 
Ausbildungen besteht das Verstarkungsband aus einer Folie aus Kunststoff, die unter der 

25 Marke „KAPTON" in den Handel gebracht wurde, und besteht die Schicht aus Klebstoff 
aus einem Klebematerial, das unter der Marke JPYRALUX" in den Handel gebracht 
wurde. Bei dem Verstarkungsband handelt es sich um eine einfache faserfreie 
Kunststofffolie und bei dem Klebematerial um einen normalen Klebstoff, so dass mit Hilfe 
des uber die Schicht aus Klebstoff mit den Anschlussplatten vefbundenen 

30 Verstarkungsbandes zwar eine relativ gute mechanische Verstarkung erreicht wird, wobei 
sich aber gezeigt hat, dass die bekannte Losung bei hohen mechanischen Belastungen eines 
Moduls bzw. eines Datentragers mit einem solchen Modul keine ausreichend hohe 
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mechanische Verstarkung sicherstellt, was mit anderen Worten heiBt, dass die bekannte 
Ausbildung verbesserungswiirdig ist 

5 Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, eine Losung fur die vorstehend 

angefuhrten verbesserungswurdigen Gegebenheiten zu schaffen und eine verbesserte 
Leiterrahmen-KonjBguration und einen verbesserten Modul und einen verbesserten 
Datentrager zu realisieren. 

Zur Losung der vorstehend angefiihrten Aufgabe sind bei einer Leiteirahmen- 

10 Konfiguration gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass eine 
I^iteirahmen-Konfiguration gemaB der Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise 
charakterisierbar ist, namlich: 

I^iteiiahmen-Koiifiguration, die streifenformig ausgebildet ist und die eine 
Rahmenbasis aufweist und die eine Vielzahl von mit der Rahmenbasis verbundenen und in 

15 der Streifenlangsrichtung nebeneinander hegenden Leiterrahmen aufweist, von denen jeder 
Leitertahmen zum Aufiiehmen eines Chips vorgesehen ist, wobei jeder Leiterrahmen 
mindestens zwei Anschlussplatten aufweist und wobei fiir die in der Streifenlangsrichtung 
nebeneinander liegenden Leiterrahmen ein in der Streifenlangsrichtung verlaufendes 
Verstarkungsband vorgesehen ist, das sowohl mit der Rahmenbasis als auch mit den 

20 Anschlussplatten jedes der in der Streifenlangsrichtung nebeneinander liegenden 

Leiterrahmen verbunden ist, und zwar mit Hilfe von einer Schicht aus Klebstoff, und 
wobei das Verstarkungsband durch eine faserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildet ist 
und wobei die Schicht aus Klebstoff mit Hilfe von einem zum Cfbertragen von in dem 
Bereich zwischen einerseits den Anschlussplatten und andererseits dem Verstarkungsband 

25 moglicherweise auftretenden Scherkraflen geeigneten Klebstoff realisiert ist 

Zur Losung der vorstehend angefuhrten Aufgabe sind bei einem Modul gemaB 
der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass ein Modul gemaB der 
Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich: 

Modul, der mit Hilfe von einer Leiterrahmen-Konfiguration hergestellt ist und 

30 der mindestens zwei Anschlussplatten aufweist, von denen jede mit einem 

Anschlusskontakt eines Chips verbunden ist, und der einen Verstarkungsstreifen aufweist, 
der mit den Anschlussplatten verbunden ist, und zwar mit Hilfe von einer Schicht aus 
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Klebstoff, und wobei der Verstarkungsstreifen dutch eine faserverstarkte Folie aus 
Kunststoff gebildet ist und wobei die Schicht aus Klebstoff mit Hilfe von einem zum 
tDbertragen von in dem Bereich zwischen einerseits den Anscblussplatten und andererseits 
dem Verstarkungsstreifen moglicherweise auftretenden Scherkraften geeigneten Klebstoff 
realisiert ist 

Zur Ldsung der vorstehend angefuhrten Aufgabe sind bei einem Datentrager 
gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass ein Datentrager 
gemaB der Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich 
dass ein Datentrager gemaB der Erfindung einen Modul gemaB der Erfindung enthalt. 

Durch das Vorsehen der Merkmale gemaB der Erfindung ist auf baulich 
einfeche Weise und auch auf kostengiinstige Weise eine gegenuber den bekannten 
Losungen deutlich verbesserte mechanische Verstarkungsfunktion sichergestellt, und zwar 
deshalb, weil mit einer faserverstarkten Folie aus Kunststoff wesentuch hdhere 
mechanische Krafte aufgenommen werden konnen, wobei mit Hilfe des zum Verbinden 
der faserverstarkten Folie aus Kunststoff mit den Anschlussplatten vorgesehenen 
Klebstoffs, der zum Ubertragen von in dem Bereich zwischen einerseits den 
Anschlussplatten und andererseits dem Verstarkungsband moglicherweise auftretenden 
Scherkraften besonders gut geeignet ist sichergestellt ist, dass auf die Anschlussplatten 
einwirkende Zug- oder Schubkrafte, die sich als vorstehend erwahnte Scherkrafte 
auswirken, ohne ungiinstige Deformation der Schicht aus Klebstoff auf das 
Verstarkungsband bzw. auf den Verstarkungsstreifen aus faserverstarkter Folie aus 
Kunststoff ubertragen werden, so dass die mechanisch hoch belastbare feserverstarkte Folie 
aus Kunststoff diese Krafte zur Ganze aufnehmen kann, wodurch sichergestellt ist, dass es 
zu keinen ortlichen Verschiebungen der Anschlussplatten gegeniiber den 
Anschlusskontakten des Chips kommen kann, so dass stets sichergestellt ist, dass die 
mechanischen und elektrischen Verbindungen zwischen den Anschlussplatten und den 
Anschlusskontakten des Chips vor hohen mechanischen Belastungen geschutzt sind und 
somit stets ein sicherer mechanischer und elektrischer Kontakt zwischen den 
Anschlussplatten und den Anschlusskontakten des Chips sichergestellt ist. Die vorstehend 
erlauterten Vorteile sind insbesondere dann von Wichtigkeit, wenn eine Leiterrahmen- 
Konfiguration gemaB der Erfindung bzw. ein Modul gemaB der Erfindung zum Herstellen 
eines Datentragers vorgesehen ist und dafur verwendet wird und wenn es sich bei einem 
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solchen Datentrager urn ein sogenanntes Label bzw. einen sogenannten Tag handelt, die 
beispielsweise zur Kennzeicbnimg von Produkten vorgesehen und folglich mit solchen 
Produkten verbunden sind, weil solche Labels bzw. Tags hohen Biegebeansprachungen 
unterworfen sein konnen, wobei dann hohe Krafte auf die mechanischen und elektrischen 
5 Verbindungen zwischen den Anschlussplatten und den Anschlusskontakten des Chips 
auftreten konnen. 

Bei den erfindungsgemaBen Losungen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
wenn auf dem durch eine faserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildeten Verstarkungsband 
bzw. Verstarkungsstreifen mindestens eine weitere Schicht vorgesehen ist. Hierbei hat es 

10 sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn auf dem durch eine faserverstarkte Folie aus 
Kunststoff gebildeten Verstarkungsband bzw. Verstarkungsstreifen mindestens eine 
weitere Schicht vorgesehen ist, die der nachfolgend angefuhrten Gruppe von Schichten 
angehort, welche Gruppe enthalt: eine Schutzschicht, die aus Metall besteht und eine 
Dampfungsschicht, die aus einem Dampfungsmaterial, vorzugsweise aus einem 

15 papierartigen Material, besteht und eine Befestigungsschicht, die aus einem 

Befestigungsmaterial, vorzugsweise aus einem Klebematerial, besteht Hierdurch ist auf 
einfache und kostengunstige Weise zusatzlich erreicht, dass eine zusatzliche 
Schutzfunktion und gegebenenfalls eine Dampfungsftmktion und gegebenenfalls eine 
Befestigungsfunktion vorteilhafterweise erreicht sind. 

20 Die vorstehend angefuhrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen 

aus dem nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel hervor und sind anhand dieses 
Ausfuhrungsbeispiels erlautert. 

25 Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in den Zeichnungen 

dargestellten Ausfuhrungsbeispiel weiter beschrieben, auf das die Erfindung aber nicht 
beschrankt ist. 

Die Figur 1 zeigt in einer Ansicht von oben einen Teil einer Leiterrahmen- 
Konfiguration gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, bei welcher Leiterrahmen- 
30 Konfiguration mit ihren dargestellten Leiterrahmen noch keine Chips verbunden sind. 

Die Figur 2 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 1 einen Teil einer 
Leiterrahmen-Konfiguration gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, bei welcher 
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L^terrahmen-Konfiguration mit ihren dargestellten Leiterrahmen bereits ein Chip 
verbunden ist und die Leiterrahmen zeigt mit der Rahmenbasis noch elektrisch leitend 
verbunden sind. 

Die Figur 3 zeigt auf analoge Weise wie die Figuren 1 und 2 eine 
5 Leiterrahmen-Konfiguration gemaB einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, bei welcher 
Leiterrahmen-Konfiguration mit ihren dargestellten Leiterrahmen bereits ein Chip 
verbunden ist und die Leiterrahmen von der Rahmenbasis elektrisch isoliert sind. 

Die Figur 4 zeigt in einer Schragansicht von oben einen Modul gemaB einem 
Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, der mit Hilfe einer Leiterrahmen-Konfiguration gemaB 
10 der Figur 3 hergestellt worden ist 

Die Figur 5 zeigt in einem stark vergroBerten MaBstab in einem Schnitt gemaB 
der Linie V-V einen Teil des Moduls 70 gemaB der Figur 4 in einem in einen Datentrager 
gemaB der Erfindung aufgenommenen Zustand 

15 

In der Figur 1 ist eine Leiterrahmen-Konfiguration 1 teilweise dargestellt Die 
Leiterrahmen-Konfiguration 1 ist streifeniormig ausgebildet und weist eine 
Stceifenlangsrichtung au£ die in der Figur 1 mit einem Pfeil 2 angegeben ist. Die 
Leiterrahmen-Konfiguration 1 weist eine Rahmenbasis 3 auf. Mit der Rahmenbasis 3 ist 

20 eine Vielzahl von in der Streifenlangsrichtung 2 nebeneinander liegenden Leiterrahmen 
verbunden. In dem hier vorliegenden Fall sind die Leiterrahmen in zwei Reihen 4 und 5 
angeordnet Von den insgesamt vorgesehenen Leiterrahmen sind in der Figur 1 nur sechs 
Leiterrahmen 6, 7, 8, 9, 10 und 1 1 dargestellt, wobei die Leiterrahmen 6, 7 und 8 der ersten 
Reihe 4 und die Leiterrahmen 9, 10 und 1 1 der zweiten Reihe 5 angehoren. Jeder 

25 Leiterrahmen 6 bis 1 1 ist hierbei zum Aufaehmen eines Chips vorgesehen. Bei der 

Leiterrahmen-Konfiguration 1 gemaB der Figur 1 sind die Chips aber noch nicht mit der 
Leiterrahmen-Konfiguration 1 bzw. mit den Leiterrahmen 6 bis 1 1 dieser Leiterrahmen- 
Konfiguration 1 verbunden. 

Nachfolgend ist die Ausbildung aller Leiterrahmen 6 bis 1 1 naher beschrieben, 

30 wobei diese Beschreibung aber nur anhand des erstgenannten Leiterrahmens 6 
durchgefuhrt ist 

Jeder Leiterrahmen 6 bis 1 1, also auch der Leiterrahmen 6, weist zwei 
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Anschlussplatten 12 und 13 auf. Die Anschlussplatten 12 und 13 sind durch einen ersten 
schmalen Luflspalt 14 und einen ersten Durchgang 15 und einen zweiten schmalen 
Luftspalt 16 und einen dritten schmalen Luftspalt 17 und einen zweiten Durchgang 18 
sowie einen vierten schmalen Luftspalt 19 von der Rahmenbasis 3 getrennt In der ersten 
5 Anschlussplatte 12 sind ein ganzes Langloch 20 und dazu benachbart ein Loch 21 sowie 
zwei halbe Langlocher 22 und 23 vorgesehen, wobei das erste halbe Langloch 22 in den 
ersten schmalen Luftspalt 14 mundet und das zweite halbe Langloch 23 in den zweiten 
schmalen Luftspalt 16 mundet In der zweiten Anschlussplatte 13 ist ebenso ein ganzes 
Langloch 24 und dazu benachbart ein Loch 25 sowie zwei halbe Langlocher 26 und 27 
10 vorgesehen, von denen das erste halbe Langloch 26 in den vierten schmalen Luftspalt 19 
mundet und das zweite halbe Langloch 27 in den dritten schmalen Luftspalt 17 mundet 
Als Folge des Vorsehens der schmalen Luftspalte 14, 16, 17 und 19 und der Durchgange 
15 und 18 ist erreicht dass zwischen der ersten Anschlussplatte 12 und der Rahmenbasis 3 
insgesamt drei Verbindungsstege 28, 29 und 30 vorliegen, mit deren Hilfe die erste 
15 Anschlussplatte 12 sowohl mechanisch als auch elektrisch leitend mit der Rahmenbasis 3 
verbunden ist. Auf analoge Weise sind zwischen der zweiten Anschlussplatte 13 und der 
Rahmenbasis 3 drei weitere Verbindungsstege 31, 32 und 33 vorgesehen, mit deren Hilfe 
die zweite Anschlussplatte 13 mit der Rahmenbasis 3 sowohl mechanisch als auch 
elektrisch leitend verbunden ist. Jede der zwei Anschlussplatten 12 und 13 ist zum 
20 Verbinden mit einem Chipanschluss eines Chips vorgesehen. 

Die zwei Anschlussplatten 12 und 13 des Leiterrahmens 6 begrenzen eine 
Uberbruckungszone 34, die mit Hilfe eines Chips iiberbruckbar ist. Bei der Leiterrahmen- 
Konfiguration 1 ist die Ausbildung auf besonders vorteilhafte Weise so getroffen, dass die 
zwei Anschlussplatten 12 und 13 des Leiterrahmens 6 und somit auch aller ubrigen 
25 Leiterrahmen 7, 8, 9, 10 und 1 1 ohne Zwischenfugung eines Abschnitts des Leiterrahmens 
6 bzw. der ubrigen Leiterrahmens 7 bis 1 1 unmittelbar aneinander grenzen und einen 
schmalen Luflspalt 34 als Oberbriickungszone 34 begrenzen. Bei der bier vorliegenden 
Ausbildung ist der Luftspalt 34 schrag zu der Streifenlangsrichtung 2 verlaufend 
vorgesehen. Hierbei ist der Luftspalt 34 im wesentlichen S-fdrmig verlaufend ausgebildet 
30 wie dies aus der Figur 1 ersichtlich ist. 

In der Figur 2 ist eine I^terrahmen-Konfiguration 40 dargesteUt, die durch die 
Weiterverarbeitung der Leiterrahmen-Konfiguration 1 gemaB der Figur 1 erhalten wird und 
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die sich von der I^iterrahmen-Konfiguration 1 gemaB der Figur 1 dadurch unterscheidet, 
dass bei der Leiterrahmen-Konfiguiation 40 gemaB der Figur 2 mit jedem Leiterrahmen 6 
bis 11 ein Chip 41, 42, 43, 44, 45, 46 verbunden ist Das Verbinden jedes Chips 41 bis 46 
mit seinem Leiterrahmen 6 bis 1 1 ist hierbei in sogenannter , JFlip-Chip-Technologie" 
5 durchgefiihrt, was heiBt, dass jeder Chip 41 bis 46 mit seinen im vorliegenden Fall zwei 
Chipanschliissen 47, 48 und 49, 50 und 51, 52 und 53, 54 und 55, 56 und 57, 58 in 
gewendeter Lage auf die jeweils zwei Anschlussplatten 12 und 13 jedes Leiterrahmens 6 
bis 1 1 aufgesetzt ist und elektrisch leitend verbunden ist- Die Verbindung zwischen den 
Chipanschliissen 47 bis 58 mit den Anschlussplatten 12 und 13 jedes Leiterrahmens 6 bis 
10 1 1 ist in dem hier vorliegenden Fall mit Hilfe eines Thermo-Kompression-Verfahrens 

realisiert worden. Selbstverstandlich kann die Verbindung zwischen den Chipanschliissen 
47 bis 58 mit den Anschlussplatten 12 und 13 jedes Leiterrahmens 6 bis 11 auch mit jedem 
anderen an sich bekannten Verfahren durchgefiihrt worden sein. 

In der Figur 3 ist eine weitere Leiterrahmen-Konfiguration 60 dargestellt, die 
15 durch die Weiterverarbeitung der Leiterrahmen-Konfiguration 40 gemaB der Figur 2 
erhalten wird und die sich von der Leiterrahmen-Konfiguration 40 gemaB der Figur 2 
dadurch unterscheidet, dass die Leiterrahmen 6 bis 1 1 samt den mit diesen Leiterrahmen 6 / 
bis 1 1 verbundenen Chips 41 bis 46 von der Rahmenbasis 3 elektrisch isoliert sind. Dies ist 
dadurch erreicht, dass die urspriinglich zwischen den Anschlussplatten 1 2 und 1 3 und der , 
20 Rahmenbasis 3 vorgesehenen Verbindungsstege 28, 29, 30 und 3 1, 32, 33 auBer Funktion 
gesetzt sind, und zwar dadurch, dass in jenen Bereichen, in denen die vorstehend 
erwahnten Verbindungsstege 28 bis 33 vorgesehen waren, nunmehr mit einem 
Stanzvorgang realisierte Durchgange 61, 62, 63, 64 und 65 vorgesehen sind 

Wurde man die Durchgange 61 bis 65 ohne vorherige Vorkehrung realisieren, 
25 dann hatte dies zur Folge, dass die zwei Anschlussplatten 12 und 13 jedes Leiterrahmens 6 
bis 1 1 samt dem mit den zwei Anschlussplatten 12 und 13 verbundenen Chip 41 bis 46 
keine mechanische Verbindung zu der Rahmenbasis 3 mehr hatten, was zur Folge hatte, 
dass die zwei Anschlussplatten 12 und 13 jedes Leiterrahmens 6 bis 1 1 samt dem damit 
verbundenen Chip 41 bis 46 aus der Rahmenbasis 3 herausfellen wurden. Um dies zu 
30 verhindern, sind bei der Leiterrahmen-Konfiguration 60 zwei in der Streifenlangsrichtung 2 
verlaufende Verstarkungsbander 66 und 67 vorgesehen. Die zwei Verstarkungsbander 66 
und 67 sind sowohl mit der Rahmenbasis 3 als auch mit jedem Leiterrahmen 6 bis 1 1 
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verbunden, und zwar fiber je eine aus der Figur 3 nicht ersichtliche Schicht aus Klebstoff. 
Das Verbinden der zwei Verstarkungsbander 66 und 67 mit der Rahmenbasis 3 und mit 
den Leiteirahmen 6 bis 1 1 kann dutch Aufkleben der Verstarkungsbander 66 und 67 mit 
Hilfe der Schicht aus Klebstoff erfolgen. Vorzugsweise kann das Verbinden der zwei 
Verstarkungsbander 66 und 67 mit der Rahmenbasis 3 und mit den Leitertahmen 6 bis 11 
mit Hilfe von einem Laminiervorgang erfolgen, bei dem bekanntiich unter Aufbringung 
von Druck und gegebenenfells Warme zum Erwarmen des Klebstoffs eine Verbindung 
hergestellt wird. An dieser Stelle sei erwahnt, dass das Verbinden der zwei 
Verstarkungsbander 66 und 67 mit der Rahmenbasis 3 und mit den Leiterrahmen 6 bis 1 1 
auch beieits vor dem Verbinden der Chips 41 bis 46 mit den Leiteirahmen 6 bis 1 1 
erfolgen kann, was den Vorteil bietet, dass die Chips 41 bis 46 durch das Verbinden der 
Verstarkungsbander 66 und 67 mit der Rahmenbasis 3 und mit den Leiterrahmen 6 bis 1 1 
keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass bei der I^iterrahmen-Konfiguration 60 gemaB der 
Figur 3 keine elektrisch leitende Verbindung zwischen den Anschlussplatten 12 und 13 
jedes Leitermhmens 6 bis 1 1 und der Rahmenbasis 3 mehr gegeben ist, kann nunmehr ein 
Testvorgang durchgefuhrt werden. Bei einem solchen Testvorgang wird mit jeder 
Anschlussplatte 12 und 13 eine Kontaktelektrode einer Testvorrichtung in elekhisch 
leitende Verbindung gebracht, wonach dann mit Hilfe der Testvorrichtung ein Testen des 
mit den Anschlussplatten 12 und 13 verbundenen Chips 41 bis 46 durchgefuhrt wird. 

Die in der Figur 3 dargestellte Leiterrabmen-Konfiguration 60 kann nach dem 
Abschluss der erforderlichen Testprozedur zur Weiterverarbeitung weitergeleitet werden. 
Beispielsweise kann die Leiterrahmen-Konfiguration 60 gemaB der Figur 3 vom Hersteller 
dieser I^iterrahmen-Konfiguration 60 zu einem Hersteller von kontaktlos 
kommunizierenden Chipkarten oder zum Hersteller von kontaktlos arbeiteten RF-Etiketten, 
RF-Tags oder RF-Labels weitergeleitet werden. Das Weiterleiten der Leiterrahmen- 
Konfiguration 60 gemaB der Figur 3 erfolgt vorteilhafterweise in einer sogenannten 
Rollenfoim, was im Hinblick auf ein moglichst einfaches und effizientes Transportieren 
besonders vorteilhaft ist 

Bei dem Unternehmen, bei dem die Weiterverarbeitung der Leiterrahmen- 
Konfiguration 60 erfolgt, erfolgt ein Trennen der Anschlussplatten 12 und 13 samt den 
Chips 41 bis 46 von der Rahmenbasis 3 und ein Durchtrennen der Verstarkungsbander 66 
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und 67, wobei jeweils eine aus zwei Anschlussplatten 12 und 13 und einem Chip 41 bis 46, 
sowie aus einem Verstarkungsstreifen bestehende Einheit erhalten wild, die in Fachkreisen 
als Modul bezeichnet wird. Ein solcher Modul wird in das zu erzeugende Endprodukt 
eingesetzt bzw. eingebracht In weiterer Folge werden hierbei die zwei Anschlussplatten 12 
5 und 1 3 jedes Moduls beispielsweise mit den zwei Anschlusskontakten einer 

ttbertragungsspule des jeweiligen En<%»rodukts verbunden. Nach diesem Verbinden der 
Anschlussplatten 12 und 13 mit beispielsweise den Anschlusskontakten der 
Cbertragungsspule ist das jeweilige Endprodukt erhalten, in diesem Fall ein mit Hilfe von 
der Obertragungsspule zum kontaktlosen Kommunizieren geeigneter Datentrager. 

10 In der Figur 4 ist ein wie vorstehend bereits erwahnter Modul 70 dargestellt. 

Der Modul 70 weist die zwei Anschlussplatten 12 und 13 und den Chip 41 auf. Weiters ist 
der Modul 70 mit einem Verstarkungsstreifen 71 versehen, der aus dem durchtrennten 
Verstarkungsband 66 entstanden ist und der mit den Anschlussplatten 12 und 13 verbunden 
ist, und zwar iiber eine weder aus der Figur 3 noch aus der Figur 4 ersichtliche Schicht aus 

15 Klebstoff. 

Die Figur 5 zeigt den Modul 70, wobei der Modul 70 in einen nur teilweise 
dargestellten Datentrager 72 aufgenommen ist Bei dem Datentrager 72 handelt es sich in 
dem hier vorliegenden Fall urn eine sogenannte Chipkarte. Der Datentrager 72 kann aber 
auch als sogenanntes Label oder als sogenannter Tag ausgebildet sein. Wie aus der Figur 5 

20 ersichtlich ist, ist der Chip 41 in Flip-Chip-Technologie mit den zwei Anschlussplatten 12 
und 13 verbunden, wobei die Chip-Anschlusse 47 und 48, die in Fachkreisen auch als 
Bumps bezeichnet werden, mit Hilfe eines Thermo-Kompression-Verfahrens mit den zwei 
Anschlussplatten 12 und 13 verbunden worden sind. 

Aus der Figur 5 ist weiters der Verstarkungsstreifen 71 und die zwischen dem 

25 Verstarkungsstreifen 71 und den zwei Anschlussplatten 12 und 13 vorgesehene Schicht 73 
aus Klebstoff ersichtlich. Bei dem Modul 70 gemaB der Figur 4, der unter Verwendung der 
Leiterrahmen-Konfiguration 60 gemaB der Figur 3 hergestellt wurde, sind nur der 
Verstarkungsstreifen 71 und die Schicht 73 aus Klebstoff vorgesehen. 

Bei dem Modul 70 bzw. bei dem Datentrager 72 ist die Ausbildung auf 

30 besonders vorteilhafte Weise so getroffen, dass der Verstarkungsstreifen 71 durch eine 

feserverstarkten Folie aus Kunststoff gebildet ist. Weiters ist die Ausbildung auf besonders 
vorteilhafte Weise so getroffen, dass die Schicht 73 aus Klebstoff mit Hilfe von einem zum 
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tJbertragen von in dem Bereich zwischen einerseits den Anschlussplatten 12 und 13 und 
andererseits den Verstarkungsstreifen 71 moglicherweise auftretenden Scherkraften gut 
geeigneten Klebstoff realisiert ist Eine solche faserverstarkte Folie 71 ist vorzugsweise mit 
Hilfe von Glasfesern realisiert. Bei dem Klebstoff handelt es sich urn einen Klebstoff der 
5 gegen Scherkrafte resistent ist, der also durch Scherkrafte nicht elastisch deformiert werden 
kann. 

Durch das Vorsehen des Verstarkungsstreifens 71 aus einer faserverstarkten 
Folie aus Kunststoff und das Vorsehen der die vorgenannte Eigenschaft aufweisenden 
Schicht 73 aus Klebstoff ist vorteilhafterweise erreicht, dass auf die zwei Anschlussplatten 

10 12 und 13 moglicherweise ausgeiibte Zug- oder Schubkrafte, die zu Scherkraften zwischen 
den zwei Anschlussplatten 12 und 13 und dem Verstarkungsstreifen 71 fiihren, mit Hilfe 
der Schicht 73 aus Klebstoff ohne Krafteverlust direkt auf den Verstarkungsstreifen 71 
ubertragen werden und von dem Verstarkungsstreifen 71 aufgenommen werden, ohne dass 
dies eine Deformierung des Verstarkungsstreifens 71 und der Schicht 73 aus Klebstoff zur 

15 Folge hat, so dass auf sichere Weise gewahrleistet ist, dass keine unerwunscht hohen 

Krafte auf die Verbindungen zwischen den Chip-Anschlussen 47 und 48 einerseits und den 
Anschlussplatten 12 und 13 andererseits ausgeiibt werden konnen, so dass diese 
Verbindungen sehr gut geschiitzt sind Dies ist insbesondere bei der Anwendung des 
Moduls 70 in einem Datentrager 72 von groBem Vorteil, weil ein solcher Datentrager 72 

20 gegebenenfalls relativ hohen Biegebeanspruchungen ausgesetzt sein kann. 

Wie aus der Figur 4 ersichtlich ist, weist bei dem Modul 70 der 
Verstarkungsstreifen 71 eine Dimension Wl auf, die der Breite des Verstarkungsbandes 66 
der I^terrahmen-Konfiguration 60 entspricht Durch die Wahl der Dimension Wl ist der 
Sachverhalt gegeben, dass samtliche benachbart zu dem Chip 41 in den Anschlussplatten 

25 12 und 13 vorgesehene Durchgange von dem Verstarkungsstreifen 71 abgedeckt sind Bei 
einer AusfiBmrngsvariante des Moduls 70 kann der Verstarkungsstreifen 71 auch eine 
andere Dimension aufweisen, namlich eine Dimension W2, wie dies in der Figur 4 
angegeben ist Hierdurch ist erreicht, dass die auBerhalb der Dimension W2 in den 
Anschlussplatten 12 und 13 vorgesehenen Durchgange dann von dem Verstarkungsstreifen 

30 71 nicht abgedeckt sind Dies bietet den Vorteil, dass diese auBerhalb der Dimension W2 
vorgesehenen Durchgange, die zum Zweck der Zugentlastung vorgesehen sind, in ihrer 
Wirkung fur Zugentlastungszwecke nicht eingeschrankt sind 
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In der Figur 5 ist zugleich zu dem vorstehend beschriebenen Modul 70 eine 
vorteilhafte Weiterbildung eines solchen Moduls 70 dargestellt. Bei dieser Weiterbildung 
des Moduls 70 sind auf der als Verstarkungsstreifen 71 vorgesehenen faserverstarkten 
Folie aus Kunststoff drei weitere Schichten 74 und 75 und 76 vorgesehen. Bei der ersten 
5 weiteren Schicht 74 handelt es sich um eine Schutzschicht 74, die aus Metall besteht Bei 
der zweiten weiteren Schicht 75 handelt es sich um eine Dampfungsschicht 75, die aus 
einem Dampfungsmaterial besteht, wobei in dem hier vorliegenden Fall als 
Dampfungsmaterial ein papierartiges Material gewahlt ist Es konnte aber auch ein 
gummiartiges Material verwendet werden. Bei der dritten weiteren Schicht 76 handelt es 

10 sich um eine Befestigungsschicht 76, die aus dem Befestigungsmaterial besteht, wobei in 
dem hier vorliegenden Fall als Befestigungsmaterial ein Klebematerial gewahlt ist. 

Die aus Metall bestehende Schutzschicht 74 ist durch ein Aufdampf-Verfahren 
hergestellt worden und weist eine Dicke von etwa 100 nm auf. Die Schutzschicht 74 wirkt 
als Barriere gegen Feuchtigkeit und dient auch als Lichtschutz gegen Ultraviolett-Strahlung 

1 5 und Infiarot-Strahlung und dient weiters auch noch als Schutz gegen Radiofirequenzwellen. 
Die Dampfungsschicht 75 bietet den Vorteil, dass sie wahrend des 
Weiterverarbeitungsprozesses der vorteilhaften Weiterbildung des Moduls 70 zur 
Herstellung eines Datentragers 72 den hierbei beispielsweise bei einem Laminierprozess • 
auftretenden Druck auf den Chip 41 dampft und damit die Gefahr eines Chip-Bruchs 

20 deutlich reduziert 

Die Befestigungsschicht 76 kann dafiir ausgenutzt werden, dass die vorteilhafte 
Weiterbildung des Moduls 70 auf einer mit einer Obertragungsspule versehenen 
Tragerfolie vorlaufig festgehalten wird, wonach die Anschlussplatten 12 und 13 mit zwei 
Spulenanschlusskontakten der tJbertragungsspule in elektrisch leitende Verbindung 

25 gebracht werden, beispielsweise durch einen Crimp-Vorgang oder mit Hilfe von einem 
elektrisch leitenden Kleber oder durch einen Lot-Vorgang oder einen SchweiB-Vorgang, 
wonach dann die mit der Obertragungsspule versehene Tragerfolie samt dem darauf 
vorlaufig mit Hilfe der Befestigungsschicht 76 festgehaltenen Modul in einem 
Laminiervorgang mit weiteren Folien verbunden wird und auf diese Weise der 

30 fertiggestellte Datentrager 72 realisiert wird. Die Befestigungsschicht 76 kann aus einem 
elektrisch isolierenden Material bestehen, was den Vorteil bietet, dass zum Verbinden des 
Moduls 70 bzw. seiner zwei Anschlussplatten 12 und 13 mit zwei 
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Spulenanschlusskontakten einer Cbertragungsspule der Modul 70 quer iiber die 
Spulenwindungen der tJbertragungsspule positioniert werden kann, ohne einen 
Kurzschluss zwischen den Spulenwindungen zu verursachen. 

An dieser Stelle sei erwahnt, dass bei anderen vorteilhaften Weiterbildungen 
des Moduls 70 auf dem Verstarkungsstreifen 71 auch nur eine oder nur zwei von den 
vorstehendbeschriebenen drei Schichten 74, 75 und 76 vorgesehen sein konnen. Auch 
anders ausgebildete Schichten fur andere Verwendungszwecke konnen vorgesehen sein. 
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Patentanspriiche: 

1. Leiterrahmen-Koiifiguration, 

die streifenformig ausgebildet ist und die eine Rahmenbasis aufweist und die eine Vielzahl 
von mit der Rahmenbasis verbundenen und in der Streifenlangsrichtung nebeneinander 
5 liegenden Leiterrahmen aufweist, von denen jeder Leiterrahmen zum Aufdehmen eines 
Chips vorgesehen ist, 

wobei jeder Leiterrahmen mindestens zwei Anschlussplatten aufweist und 
wobei fur die in der Streifenlangsrichtung nebeneinander liegenden Leiterrahmen ein in der 
Streifenlangsrichtung verlaufendes Verstarkungsband vorgesehen ist, das sowohl mit der 
10 Rahmenbasis als auch mit den Anschlussplatten jedes der in der Streifenlangsrichtung 

nebeneinander liegenden Leiterrahmen verbunden ist, und zwar mit Hilfe von einer Schicht 
aus Klebstoff, und 

wobei das Verstarkungsband durch eine feserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildet ist 
und 

1 5 wobei die Schicht aus Klebstoff mit Hilfe von einem zum tJbertragen von in dem Bereich 
zwischen einerseits den Anschlussplatten und andererseits dem Verstarkungsband 
moglicherweise auftretenden Scherkraften geeigneten Klebstoff realisiert ist 

2. Leiterrahmen-Konfiguration nach Anspruch 1 , 

wobei auf dem durch eine feserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildeten 
20 Verstarkungsband mindestens eine weitere Schicht vorgesehen ist 

3. I^iterrahmen-Konfiguration nach Anspruch 2, 

wobei auf dem durch eine feserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildeten 
Verstarkungsband mindestens eine weitere Schicht vorgesehen ist, die der nachfolgend 
angefuhrten Gruppe von Schichten angehort, welche Gruppe enthalt: eine Schutzschicht, 
25 die aus Metall besteht, und eine Dampfungsschicht, die aus einem Damp&ngsmaterial, 
vorzugsweise aus einem papierartigen Material, besteht, und eine Befestigungsschicht, die 
aus einem Befestigungsmaterial, vorzugsweise aus einem Klebematerial, besteht 

4. Modul, 

der mit Hilfe von einer Leiterrahmen-Konfiguration hergestellt ist und 
30 der mindestens zwei Anschlussplatten aufweist, von denen jede mit einem 
Anschlusskontakt eines Chips verbunden ist, und 

der einen Verstarkungsstreifen aufweist, der mit den Anschlussplatten verbunden ist, und 
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zwar mit Efllfe von einer Schicht aus Klebstoff und 

wobei der Verstarkungsstreifen durch eine faserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildet ist 
und 

wobei die Schicht aus Klebstoff mit Hilfe von einem zum Obertragen von in dem Bereich 
zwischen einerseits den Anschlussplatten und andererseits dem Verstarkungsstreifen 
moglicherweise auftretenden Scherkraften geeigneten Klebstoff realisiert ist 

5. Modul nach Anspruch 4, 

wobei auf dem durch eine faserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildeten 
Verstarkungsstreifen mindestens eine weitere Schicht vorgesehen ist 

6. Modul nach Anspruch 5, 

wobei auf dem durch eine faserverstarkte Folie aus Kunststoff gebildeten 
Verstarkungsstreifen mindestens eine weitere Schicht vorgesehen ist, die der nachfolgend 
angefuhrten Gruppe von Schichten angehort, welche Gruppe enthalt: eine Schutzschicht, 
die aus Metall besteht, und eine Dampfungsschicht 3 die aus einem Dampfijngsmaterial, 
vorzugsweise aus einem papierartigen Material, besteht, und eine Befestigungsschicht, die 
aus einem Befestigungsmaterial, vorzugsweise aus einem Klebematerial, besteht 

7. Datentrager, 

wobei der Datentrager einen Modul nach einem der Anspruche 4 bis 6 enthalt 
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Zusammenfassung 

Datentrager mit einem M ndul mit einem Verstarkungsstreifen 



5 Bei einer Leiterrahmen-Konfiguration (60) und einem Modul (70) und einem 

Datentrager (72) sind von dem Modul (70) zwei Anschlussplatten (12, 13), die je zum 
Verbinden mit einem Anschlusskontakt (47, 48) eines Chips (41) vorgesehen sind, mit 
Hilfe von einer Schicht (73) aus KlebstofF, die zum Obertragen von Scherkraften besonders 
gut geeignet ist, mit einer Verstarkungsfolie (66, 71) aus einer faserverstarkten Folie aus 
1 0 Ktmststoff verbunden, wobei bei einer vorteilhaften Weiterbildung auf der 

Verstarkungsfolie (66, 71) zusatzlich mindestens eine weitere Schicht (74, 75, 76) 
vorgesehen ist, die Schutz-, Dampfungs- oder Befestigungszwecken dienen kann. 
(Figur5) 
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